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Abstract of DE1 0054873 

Dam (1 1) is attached to the support sheet (2), 
surrounding the chip at given spacing from it. This 
forms a reservoir which is subsequently filled with a 
cast mass (10). An Independent claim is included 

for the corresponding chip card. Preferred features: ^ v v y ^ ■ , . ■, > i 

The chip is set onto the support sheet in the wafer 2~ vr/ZZZZZ ////////////// <cJ 

state. The dam is coated onto the support sheet 
using an injection unit and dosing needle. Height of 
application is no less than that of the chip, and it is 
formed by a dense fluid mass, which hardens. A 
second injection unit and needle fill the reservoir, 
using an inviscid mass. The volume is such that 
underfilling results. The second needle is raised 
above the chip to complete encapsulation. The 
casting mass is an adhesive or resin; it may be 
hardened by UV light. A further sheet is applied to 
the support sheet with the chip, dam and cast 
mass. The sheet has a recess for the chip, dam 
and cast mass. The sheet is welded or stoved to 
bond it to the support sheet. 
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Die folgenden Angaben sind den votn Anmelder eingereichten Unterlogen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

© Kontaktlose Chipkarte und Verfahren zur Herstellung einer solchen Chipkarte 
® Bel dieser Erfindung geht es um eine wirtschaftliche 

und qualitativ gute Serienfertigung von kontaktlosen 

Chipkarten, Schlusselformen, Vorlaminaten, wobei un- 

verpackte Chips auf der Tragerfolie mit der aufgebrachten 

Spule verbunden sind und durch entsprechendes Vergie- 

Ben (Einbetten) geschiitzt werden. Um den auf einer Tra- 2* 

gerfolie (2) angeordneten Chip {3) einer Chipkarte sowohl 

bereits bei der Herstellung der Chipkarte als auch in der 

fertigen Chipkarte vor Beschadigung durch Biegen der 

Tragerfolie (2) bzw. der Chipkarte zu schutzen, ist in einem 

vorgebbaren Abstand zumindest teilweise um den Chip 

(3) herum auf der Tragerfolie (2) ein Damm (4) aufge- 

bracht. Das zwischen dem Damm {4} und dem Chip (3) ge- 

bildete Becken (5) wird mit einer aushartbaren Verguft- 

masse (10) gefullt. Wegen des Dammes (4) und der aus- 

geharteten VerguGmasse (10) ist der Chip (3) vor Bescha- 
digung durch Verbiegen seiner Tragerfolie geschutzt. Eine 

Schicht (11) mit einer Aussparung (12) fur den Chip (3), 

den Damm (4) und die Vergufc masse (10) wird mit der Tra- 
gerfolie (2) verschweifct oder verbacken und ergibt ein 

ebenes Vorlaminat. 
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Beschreibung 



[0001] Die Erfindung betrifft ein eine kontaktlosc Chip- 
karte, deren Chip auf einer Tragerfolie mil einer aufgebrach- 
ten Spule vcrbunden isL 

[0002] Die Erfindung betrifft weiter ein Verfahren zur 
Herstellung einer kontaktlosen Chipkarte, deren Chip auf ei- 
ner Tragerfolie mit einer aufgebrachten Spule vcrbunden ist. 
[0003] Scheckkarten, Kreditkarten, Telefonkarten, Versi- 
chcrungskarten und Ausweiskarten, urn nureinige Beispiclc 
einer Vielzahl rnaschinenlesbarer Karten zu nennen, sind als 
kontaktlose Chipkarten ausgcfuhrt, die aus mehreren Fo- 
lienschichten aufgebaut sind. Auf einer Schicht (Tragerfolie 
mit aufgebrachter Spule) ist ein Chip - eine hochintegrierte 
elektronische Schaltungsanordnung - angeordnet. 
[0004] Eine Chipkaxtc ist aus mehreren iibereinanderlic- 
genden miteinanderverschweiBten oder verbackenen Folien 
aufgebaut. Auf einer Tragerfolie mit aufgebrachter Spule ist 
der Chip angeordnet. Die Folien werden von Bandrollen ab- 
gerollt und am FlieBband mittels mehrerer Maschinen wei- 
terverarbeitet, so dass am Ende des FlieBbandes das fertige 
Endprodukt - die kontaktlosc Chipkarte - zum Vcrsand be- 
reit gestellt wird. Der Fertigungsablauf kann auch in Bogcn- 
fonn anstelle Bandrollen erfolgen. 

[0005] Bei der Verarbeitung der Folien in den einzelnen 
Maschinen werden die Folien nicht uberall eben sondern 
auch gcbogen oder gekriimmt durch die Maschinen gefiihrt. 
Weil die Folien biegsam sind, werden sie dadurch nicht be- 
schadigt, jedoch besteht die Gefahr, daB der Chip und seine 
Anschliisse beim Biegen seiner Tragerfolie beschadigt wer- 
den. Eine Chipkarte mit einern bereits beim Herslellungs- 
prozeB beschadigten Chip ist unbrauchbare AusschuBware 
und muss als Sondermull entsorgt werden. Doch auch beim 
Tragen der Chipkarte - sei cs lose oder in der Geldborsc - in 
einer Hosentasche, insbesondere in der GesaBtasche, besteht 
die Gefahr, daB die Chipkarte verbogen und der Chip da- 
durch beschadigt wird. 

[0006] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren 
zur Herstellung einer kontaktlosen Chipkarte sowie eine 
Chipkarte so zu gestaltcn, daB der Chip im Wafcr-Zustand 
auf die Tragerfolie aufgesctzt und mit der Spule verbunden 
wird und nun weitesgehend vor Beschadigung, insbeson- 
dere durch Biegen der Chipkarte, sowie gegen particilcn 
Druck auf den Chip, geschiitzt ist. 

[0007]- VerfahrensmaBig wird diese Aufgabe bei der Her- 
stellung einer Chipkarte, deren Chip auf einer Tragerfolie 
befestigt ist, dadurch gelosL, daB in einem vorgebbaren Ab- 
stand, ganz oder zumindest teilweise um den Chip herum 
auf der Tragerfolie ein Damm aufgebracht wird und daB der 
cin Bcckcn bildende Raum zwischen dem Damm und dem 
Chip mit einer VerguBmasse aufgefullt wird. 
[0008] VorrichtungsmaGig wird dicsc Aufgabe bei einer 
Chipkarte, deren Chip auf einer Tragerfolie befestigt ist, da- 
durch gclost, daB ganz oder zumindest teilweise ein Damm 
beabstandet um den Chip herum angeordnet ist und daB der 
cin Becken bildende Raum zwischen dem Damm und dem 
Chip mil einer VerguBmasse ausgefullt ist. 
[0009] Bei der crfindungsgemaBen Herstellung der crfin- 
dungsgemaBen Chipkarte wird in einem erslen Verfahrens- 
schrilt zumindest teilweise, vorzugsweise vollstandig, in ei- 
nern vorgebbaren Absiand ein Damm um den Chip gclcgL 
der mindestens so hoch ist, wie der Chip von seiner Trager- 
folie abstehi. Zum Auftragen des Damrns wircl eine zahfliis- 
sigc ausharthare Masse mittels der Dosiernadel einer ersten 
Spritzvorrichtung in vorgebbarer Dosierung auf die Trager- 
folie gespritzt. 

[0010] AnschlieBend wird in einem zweiten Verfahrcns- 
schritt cine dunnfliissigc VerguBmasse mittels der Dosierna- 



del einer zweiten Sprilz-vorrichtung in den ein Becken bil- 
denden Raum zwischen dem Chip und dem Damm in vor- 
gebbarer Dosierung gespritzt, bis das Becken vollstandig 
mil der VerguBmasse gefulli ist. 

5 [0011] Bei einer ersten Ausgestaltung der Erfindung ist 
der Abstand zwischen dem Rand des Chips und dem Damm, 
also die Beckenbreite, so gewahlt, daB beim Einsprilzen der 
VerguBmasse in das Becken ein Sog zwischen Tragerfolie 
und Chip entsteht. Vorzugsweise gewahrleistet durch eine 

10 L-Bcwcgung der Dosiernadel cntlang der Chip-Kante, Da- 
durch ist ein "underfilling" gewahrleistet, auf das nun direkt 
durch Hochnehmen der Dosiernadel iiber den Chip das Bek- 
ken vollstandig mit der VerguBmasse aufgefullt wird, wobei 
die Oberseite des Chips auch abgedeckt wird. 

15 [0012] Eine weitere Ausgestaltung des erfindungsgema- 
Ben Verfahrens und der crfindungsgemaBen Chipkarte siehl 
vor, den Chip auf der Oberseite nicht mit der VerguBmasse 
zu uberdecken. 

[0013] Fur die VerguBmasse ist ein lichtaktivierbarer Ep- 

20 oxidharzklebstoff geeignet, der durch Bestrahlung mit UV- 
Licht aushartbar ist (vorteilhaft iiber Lichtleiter zugefuhrt). 
Die VerguBmasse fur den Wall und das VcrfuLlcn haben nur 
unterschiedliche Viskositaten, so dass nach der UV-Bestrah- 
lung eine gemeinsame Schutzschicht den Chip umschlieBt, 

25 so dass bei den folgenden Herstellungsschritten der Chip 
nicht durch Biegen oder Driicken beschadigt werden kann. 
[0014] Um die Erhbhung des aufgesetzten Chips auf die 
Tragerfolie auszuglcichen, wird cine Schicht mit einer Aus- 
sparung fur den vergossenen Chip auf die Tragerfolie ge- 

30 bracht und mit ihr verschweiBt oder verbacken. Dabei kon- 
nen auch weitere Folien zum Bei spiel in bedruckter Form 
hinzukommen, so dass sowohl Vorlaminate als auch der 
komplette Aufbau eines Ausweises entsteht. 
[0015] Wcscnthcher Vorteil diescr Erfindung ist, daB ein 

35 Fertigungsablauf von kontaktlosen Ausweisen oder Schliis- 
selanhangern erreicht wird, bei denen der Chip im Wafer- 
Zusland eingebaul wird und danach iiber VerguBmasse ge- 
schiitzt wird, wobei eine wirtschaftliche Fertigung ohne Zu- 
satzteile in Rollen- oder Bogenformat moglich wird. 

40 [0016] Das erfindungsgcmaBe Verfahren und die erfin- 
dungsgcmaBe kontaktlose Chipkarte werden nun anhand der 
Figuren naher beschrieben und erlautert. 
[0017] In der Zeichnung zeigen: 

[0018] Fig. 1 einen Ausschnitt eines Tragcrfolienbandes 

45 bzw. -bogens mit mehreren Chips, 

10019] Fig. 2 eine Tragerfolie mit einem Chip und einem 
den Chip umgebenden Damm in Draufsicht, 
[0020] Fig. 3 einen Querschnitt durch die Tragerfolie mit 
dem Chip und dem Damm, 

50 [0021] Fig. 4 einen Querschnitt durch die Tragerfolie mit 
dem Chip, mit dem Damm und mit dem mit der VerguB- 
masse aufgefulltcn Bcckcn, 

[0022] Fig. 5 einen Querschnitt durch die Tragerfolie mit 
dem Chip, mit dem Damm und dem mit der VerguBmasse 
55 aufgefullten Becken sowie durch eine daruber angcordnete 
Schicht, 

[0023] Fig. 6 einen Querschnitt durch das Vorlaininat ei- 
ner Chipkarte. 

[0024] In der Fig. 1 ist cin Tragcrfolicnband 1 in Drauf- 
60 sicht gezeigt, auf dem mehrere Chipkarten 2 mit je einem 
Chip 3 eingearbeitet sind. Das Tragerfolienband 1 durch- 
lauft mehrere Maschinen, in denen es weiter verarbeitet 
wird. 

[0025] In Fig. 2 ist die Tragerfolie 2 einer Chipkarte mit 
OS einem Chip 3 in Draufsicht gezeigt. Urn den Chip 3 henmi 
ist der kreisformige oder quadratische Damm 4 beabstandet 
angeordnet, so dass zwischen dem Rand des Chips 3 unci 
dem Damm 4 ein freier ein Becken 5 bildendcr Zwischen- 
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raum gebildct wird. 

10026J In dcr Fig. 3 ist cin Qucrschnitt durch die Tragcrfo- 
lie 2 niit dem Damm 4, dem Chip 3 und dem Becken 5 abge- 
bildel, Der Danmi 4 wird mittels der Dosiernadel 7 einer cr- 
stcn Spritzvorrichtung 6 auf die Tragerfolie 2 aufgespritzt. 5 
Die Spritzvorrichtung 6 wird zum Aufspritzen des Dammes 

4 urn den Chip 3 gefuhrl. Der Damm 4 wird mindeslens so 
hoch auf die Tragerfolie 2 aufgebracht, wie der Chip 3 von 
der Tragerfolie 2 ubersteht. Bei den in der Fig. 3 gezeigten 
Ausfuhrungs-bcispiel isL der Damm 4 etwas hohcr gewahlt. 10 
[0027] In der Fig. 4 ist der gleiche Querschnitt wie in Fig. 

3 zu sehen, jedoch ist das Becken 5 mit der VerguBmasse 10 
aufgefiillt, die, wie in Fig. 3 angedeutet ist, mittels der Do- 
siernadel 9 einer zweiten Spritzvorrichtung in das Becken 5 
gespritzt wird. Die zweite Spritzvorrichtung 8 spritzt eine 15 
diinnflussige VerguBmasse zum "underfilling" zwischen der 
Tragerfolie und dem Chip in einer L- oder U-fbrmigen Do- 
sierstrecke entlang der Chipkante sowie nach dem Hochfah- 
ren uber das Niveau des Chips 3 zum AufTullen des Beckens 
5. 20 
[0028] Wie bereits erwahnt ist es vorteilhaft, den Abstand 
zwischen dem Chip 3 und dem Damm 4 - also die Brcitc des 
Beckens 5 - so zu wahlen, daB beim AufTullen des Beckens 

5 mit der VerguBmasse ein Sog entsteht, so dass das Becken 

5 voll-standig mit der VerguBmasse 10 aufgefiillt wird. 2S 
[0029] Die VerguBmasse 10 kann auch iiber den Chip 3 
gegossen werden, so dass der Chip 3 vollstandig in der Ver- 
guBmasse 10 vcrgossen ist. 

[0030] In der Fig. 5 ist der dritte Verfahrensschritt des er- 
findungsgemaBen Verfahrens dargestellt. M) 
[0031] Urn den Damm herum ist eine ebenfalls im Quer- 
schnitt gezeigte Folie 11 angeordnet. Diese Folie 11 wird auf 
die Tragerfolie 2 gedriickt und mit ihr verschweiBt oder ver- 
backen. 

[0032] In Fig. 6 ist das Voriaminat einer fertigen Chip- 35 
karte im Querschnitt gezeigt. Auf die Folie 11 und auf die 
VerguBmasse 10 wird noch eine Deckschicht 12 aufgetra- 
gen. 

[0033] Der Chip einer erfindungsgemaBen Chipkarte ist 
nicht nur in der fertigen Chipkarte sondem bereits bei dcr 40 
Herstellung der Chipkarte vor Beschadigung durch Verbie- 
gen weitestgehend geschiitzt. 

Bezugszeichenliste 

45 

1 Tragcrfolicnband, Tragcrfolicnbogcn 

2 Tragerfolie mit Spule 

3 Chip 

4 Damm 

5 Becken 50 

6 Spritzvorrichtung 

7 Dosiernadel 

8 Spritzvorrichtung 

9 Dosiernadel 

10 VerguBmasse 55 

11 Folic mit Aussparung 

12 Deckschicht 

13 Spule 



Paten tanspriic he 

1. Verfahren zur Herstellung einer koniaktlosen Chip- 
karte, deren Chip (3) auf einer Tragerfolie (2) mit einer 
aufgebrachtcn Spule (13) verbunden ist, dadurch ge« 
kennzeichnct, daB in eincm vorgebbaren Abstand 
ganz oder zumindesl teilweisc um den Chip (3) herum 
auf der Tragerfolie (2) cin Damm (4) aufgebracht wird 
und daB der ein Becken (5) bildende Raum zwischen 
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dem Damm (4) und dem Chip (3) mil einer VerguB- 
masse (10) aufgefiillt wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
nct, daB der Chip (3) im Wafer-Zusland auf die Trager- 
folie (2) aufgesetzt wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnel, daB der Damm (4) mittels einer erst en Spritz- 
vorrichtung (6) mit einer ersten Dosiernadel (7) auf die 
Tragerfolie (2) aufgetragen wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 1 , 2 oder 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Damm (4) mindestens so hoch 
auf die Tragerfolie (2) aufgetragen wird, wie der Chip 
(3) von der Tragerfolie (2) absteht. 

5. Verfahren nach Anspruch 1, 2, 3 oder 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Damm (4) mit einer dickflussi- 
gen Masse aufgetragen wird. 

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich- 
net, daB die dickfliissige Masse aushartet. 

7. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB der das Becken (5) 
bildende Raum zwischen dem Damm (4) und dem 
Chip (3) mittels einer zweiten Spritzvorrichtung (8) 
mittels einer zweiten Dosiernadel (9) mif einer dunn- 
flussigen VerguBmasse (10) aufgefiillt wird. 

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Abstand zwischen dem Rand des Chips (3) 
und dem Damm (4) so gewahlt ist, daB beim Einsprit- 
zen der VerguBmasse mittels dcr zweiten Dosiernadel 

(9) in das Becken (5) zwischen dem Chip (3) und dem 
den Chip (3) umgebenden Damm (4) ein "underfilling" 
gewahrleistel wird. 

9. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB der Chip (3) durch 
Hochnchmen dcr zweiten Dosiernadel (9) iiber den 
Chip (3) vollstandig mit der VerguBmasse (10) vcrgos- 
sen wird. 

10. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB fur die VerguBmasse 

(10) ein Klebstoff oder ein Harz vorgesehen wird. 

11. Verfahren nach einem dcr vorangehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die VerguBmasse 
(10) zum Ausharten mit UV-Licht bestrahlt wird. 

12. Verfahren nach eincm dcr vorangehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB auf die Tragerfolie 
(2) mit dem Chip (3), dem Damm (4) und der VerguB- 
masse eine Folic (11) aufgebracht wird. 

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB in der Folic (11) eine Aussparung fur den 
Chip (3), den Damm (4) und die VerguBmasse vorgese- 
hen wird. 

14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Folic (11) mil dcr Tragerfolie (2) 
verschweiBt oder verbacken wird. 

15. Kontaktlose Chipkarte, deren Chip (3) auf einer 
Tragerfolie (2) mit einer aufgebrachten Spule (13) ver- 
bunden ist, dadurch gekennzeichnet, daB ein Damm (4) 
ganz oder zumindest teilweise beabslandet um den 
Chip (3) herum angeordnet ist und daB der cin Becken 
(5) bildende Raum zwischen dem Damm (4) und dem 
Chip (3) mit einer VerguBmasse (10) ausgefullt ist. 

16. Chipkarte nach Anspruch 15, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Chip (3) vollstandig mit der VerguB- 
masse (10) vcrgossen ist. 

17. Chipkarte nach Anspruch 15 oder 16, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Hone des Dainms (4) mindestens 
so groB gewahlt ist, wie der Chip (3) von der Tragerfo- 
lie (2) absteht. 

18. Chipkarte nach Anspruch 15, 16 oder 17, dadurch 
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gekennzeichnet, daB dcr auf die Tragerfolic (2) aufge- 
iragcnc Damm (4) aus cincr dickflussigcn Masse bc- 
steht. 

19. Chipkarte nach Anspruch 18, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die dickfiiissige Masse aushartbar ist. 5 

20. Chipkarte nach einem der Anspriiche 15 bis 19, 
dadurch gekennzeichnet, daB fur die VerguBmasse (10) 
ein Ktebstoff oder ein Harz vorgesehen ist. 

21. Chipkarte nach einem der Anspriiche 15 bis 20, 
dadurch gekennzeichnet, daB die VerguBmasse (10) 10 
durch Bestrahlung mit UV-Licht aushartbar ist. 

22. Chipkarte nach einem der Anspriiche 15 bis 21, 
dadurch gekennzeichnet, daB auf die Tragerfolic (2) 
mit dem Chip (3), mit dem Damm (4) und mit der Ver- 
guBmasse (10) eine Folie (11) aufgebracht ist. 15 

23. Chipkarte nach Anspruch 22, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB in der Folie (11) eine Aussparung fur den 
Chip (3), den Damm (4) und die VerguBmasse (10) vor- 
gesehen ist. 

24. Chipkarte nach Anspruch 22 oder 23, dadurch ge- 20 
kennzeichnet, daB die Folie (11) mit der Tragerfolie (2) 
verschwciBt oder verbacken ist, 

25. Verfahren oder Chipkarte nach einem der vorange- 
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Chip (3) vollstandig vom Damm (4) umgeben wird, 25 
bzw. ist. 
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